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Abstract of DE1 9640304 
Disclosed Is a chip module, especially for 
Implantation in the body of a chip card (25) 
comprising a carrier (10) and a chip (13) placed 
thereon. Disclosed chip module Is characterized 
by base-type elevation (23) which encompasses 
chip either entirely or partially. 
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Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gesteilt 

@ Chipmodul insbesondere zur Implantation In einen Chlpkartenkdrper 

(§) Es wird ein Chipmodul insbesondere zur Impiantatron in 
einen Chlpkartenkdrper (25) beschrieben, mit einem Trager 
(10) und einem auf dam Trager aufgebrachten Chip (13). Das 
beschriebene Chipmodul zeichnat sich dadurch sua, dafi auf 
dem Trager eine den Chip ganz Oder teilweise umlaufende 
aoctcelartige Erhebung (23) vorgesehen iat. 
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Die voriiegende Erf indung betrif ft ein Chipmodul ge- 
maB dem Oberbegriff des Patentanspruchs I, d h. ein 
Chipmodul insbesondere zur Implantation in einen 
Chipkanenkorper, mit einem Trager und einem auf dem 
TrSger auf gebrachten Chip. 

Derartige Chipmodule sind in einer Vielzahl von ver- 
schiedenen Ausf Qhrungsformen bekannt 

KemstQck eines jeden Chipmoduls ist, wie die Be- 
zeichnung schon andeutet, ein (Halbleiter-)Chip. Dieser 
Chip wild mittek eines Klebers auf einen in der Regel 
aus Epoxidharz oder dergleichen gefertigten TrSger ge- 
kiebt und durch Bonden oder dergleichen mit auf dem 
Trager vorgeseheneni leitenden Strukturen elektrisch 
verbunden. 

Wenn das Chipmodul zum Einsatz in einer auBere 
Kontaktstellen aufweisenden (kontaktbehafteten) Chip- 
karte vorgesehen ist, so umfassen die leitenden Struktu- 
ren des Tragers zummdest die Kontaktflachen(Oberfla- 
chenkontakte) der herzusteilenden Chipkarte. Ist das 
Chipmodul zum Einsatz in einer nicht kontaktbehafte- 
ten, also kontaktlosen Chipkarte vorgesehen* so umfas- 
sen die leitenden Strukturen des Tragers zuraindest sol- 
che Strukturen, die zum AnschluB an eine auBerhalb des 
Chipmoduls angeordnete, genauer gesagt an eine im 
Chipkartenkorper integrierte Antenne vorgesehen sind. 

Zum Schutz des Chips wird in der Regel ein denselr 
ben umgebender, normalerweise metallischer Verstei- 
fungsrahmen auf den TrSger aufgeklebt und- mit einer 
den Chip und die Bonddrahte (vor mechanischen Be- 
schadigungen und vor optischenAnalysen) schCitzendenv 
Masse auf gefiiUt. 

Das fertige Ch^impdul wu-d abschBeBend in eine ent- 
sprechende Aussparung eines Chipkartenkdrpers ein- 
gesetzt (implantiert), wodurch im Ergebnis eine ge- 
brauchsfertige Chipkarte entstehL 

Handelt es sich bei der herzusteilenden Chipkarte um 
eine kontaktbehaftete Chipkarte, so kann die Implanta- 
tion des Chipmoduls in den Chipkartenkorper. allein 
durch mechanisches Verbinden (Verkleben) von Chip- 
modul und Chipkartenkorper erfolgen. FOr solche An- 
wendungen ausgebildete Chipmodule enthalten nam- 
lich, wie vorstehend bereits erwahnt wurde, nicht nur 
den Chip selbst, sondern auch die an der fertigen Chip- 
karte auBen liegenden Kontaktflachen (OberflSchen- 
kontakte), so daB keine elektrisdie Verbindung zwi- 
schen dem Chipmodul und dem Chipkartenkorper er- 
forderlich ist 

Handelt es sich bei der herzusteilenden Chipkarte um 
eine kontaktlos betreibbare Chipkarte, so erfordert die 
Implantation des Chipmoduls in den Chipkartenkorper 
neben der mechanischen Verbindung von Chipmodul 
und Chipkartenkorper auch eine elektrische Verbin- 
dung derselben (um eine im Chipkartenkarper mte- 
grierte Antenne an den im Chipmodul enthaltenen Chip 
anzuschliefien). 

Die Erfahrung zdgt, dafi insbesondere kontaktiose 
Chipkarten bisweilen Oberhaupt nicht oder nur einge- 
schrankt brauchbar sind. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe 
zugrunde, das Chipmodul gemafi dem Oberbegriff des 
Patentanspruchs 1 derart weiterzubilden, daB kontakt- 
los betreibbare Chipkarten unter Verwendung dessel- 
ben auf auBerst einfache Weise zuverlSssig fehlerfrei 
herstellbar sind 

Diese Aufgabe wfrd erfindungsgemaB durch die im 
kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 bean- 


spruchten Merkmale gelost 

Demnach ist auf dem Trager eine den Chip ganz oder 
teilweise umlaufende sockelartige Erhebung vorgesehe- 


nen. 


5 Durch das Vorsehen der besagten Erhebung kann fur 
den Versteifungsrahmen eine Aufiagefiache geschaffen 
werden, auf welche dieser unabhizigig von sonstigen 
Strukturen auf der betreffenden Oberflache des TrSgers 
des Chipmoduls groBfia^iig tmd in einer genau definier- 
10 tenLageaufsetzbarist 

Damit kann zuverlassig ausgeschlossen werden, daB 
leitende Strukturen wie Leiterbahnen imd dergleichen, 
welche auf derjenigen Oberflache des Tragers des Chip- 
moduls verlaufen, auf welcher der Versteifungsrahmen 
15 anzuordnen ist, durch diesen elektrisch kurzgeschlossen 
Oder in sonstiger Weise negativ beemfluBt werden. 

Dies gilt selbst dann» wenn zumindest Telle der Erhe- 
bung durch die besagten, vor Kurzschlflssen zu schOt- 
zenden leitenden Strukturen selbst gebildet werden und 
20 der Versteifungsrahmen "hur einf ach" auf die Erhebung 
aufgeklebt wird. Insbesondere die groBfiachige und 
gleichmaBig verteilte Auflagemoglichkeit, die die Erhe- 
bung fur den Versteifungsrahmen bieten kann, sorgt 
namlich dafur, daB der Versteifungsrahmen rundum nur 
25 mittelbar tiber den (vorzugsweise isolierenden) Kleber 
mit der Erhebung in Verbindung kommen kann. 

Die rundum im wesentlichen unterbrechrmgsfreie 
und ebene Aufiagefiache, die die Erhebung fur den Ver- 
steifungsrahmen bereitstellen kann, sorgt daruber hin- 
30 aus dafiir, daB zwischen dem Versteifungsrahmen und 
der Aufiagefiache^ auf welcher dieser aufgesetzt wird, 
: keine Oder: jedenfalls keine solchen LQcken entstehen 
k6nnen, die ni<*t durch den Kleber, durch welchen der 
Versteifungsrahmen auf die Erhebung geklebt wird, 
35 inehr oder weniger vollstandig auf gefullt werden kon- 
nen: Dadurch kann erreicht werden, daB eine zur Her- 
stellung eines sogenannten Globe Top vorgesehene Ab- 
deckmasse, mit welcher das Innere des Versteifungsrah- 
niens mehr oder weniger vollstandig aufgefOUt wird, 
40 nicht nach auBen entweichen kann. Dies wiederum hat 
den positiven Effekt, daB anders als bisher keine Gefahr 
besteht, daB auBerhalb des Versteifungsrahmens verlau- 
fende leitende Strukturen, welche elektrisch mit auBer- 
halb des Chipmoduls befindiidien Chipkarten-Kompo- 
45 nenten zu verbinden sind, von einer aus dem Verstei- 
fungsrahmen entweichenden Abdeckmasse nberzogen 
tmd dadurch fOr elektrische Verbindungen unbrauchbar 
gemacht werden. 

Leitende Strukturen. die auf derjenigen Seite des Tra- 
50 gers vorgesehen sind, auf welche auch der Versteifungs- 
rahmen aufzusetzen ist, werden durch den Versteifungs- 
rahmen also weder m ihren elektrischen Eigenschaften 
noch in ihren mechanischen Eigenschaften negauv be- 
einfluBt 

55 Damit bleiben insbesondere auch diejenigen leiten- 
den Strukturen tmbeeinfluBt, die zur Verbindung des im 
Chipmodul enthaltenen Chips mit der im Chipkarten- 
kdrper integrierten Antenne dienen. 
Entsprechendes gilt fOr den FaU, daB der Chip ohne 
60 Vorsehen eines Versteifungsrahmens mit einer entspre- 
chend f esten (steif en) Abdeckmasse wie einer Moldmas- 
se, einer thermisch aushartenden Abdeckmasse oder 
dergleichen bedeckt wird In diesem Fall ist die Erhe- 
bung als An- und/oder Aufiagefiache fur erne GuBform 
65 oder sonstige Hilfsmittel verwendbar. Danut kann auch 
in (Hesem Fall gewihrleistet werden, daB maximal sol- 
che Spalte Oder Unterbrechungen zwischen der GuB- 
form und dem TrSger vorhanden sind bzw. offen blei- 
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ben, welche von der verwendeten Abdeckmasse nicht 
durchdrungen warden kdnnen. 

Es wurde mithin ein Chipmodul geschaffen, durch 
welches insbesondere Chipkarten, deren Cfaipm6dule 
e'lektrisch mit dem Chipkartenkorper verbunden wer- 
den mOssen, also unter anderem auch kontaktlos be- 
treibbare Chipkarten unter Verwendung desselben auf 
SuBerst einf ache Weise zuverl^ssig fehlerf rei herstellbar 
sind. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Ge- 
genstand der Unteranspriiche, 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Aus* 
fuhrungsbeispieis unter Bezugnahme auf die Zeichnung 
naher erlautert Es zeigen 

Fig, 1 eine Draufsicht auf ein Tragerband mit einer 
Vielzahl von teiiweise fertiggesteUten erfindungsgema- 
Ben Chipmodulen, 

Fig. 2 eine stufenweise durch verschiedene Ebenen 
verlaufende Schnittansicht durch ein koroplett fertigge- 
stelltes erfindungsgemaBes Chipmodul, und 

Fig. 3 eine stark schematisierte Schnittansicht eines 
Chipkartenkorpers mit einem in diesen eingesetzten er- 
f indungsgemaOen Chipmodul 

Das erfindungsgemaBe Chipmodul ist wie die her- 
kommiichen Chipmodule in Chipkartenkorper einsetz- 
bar, wodurch im Ergebnis eine Chipkarte entsteht Chip- 
module dieser Art sind jedoch nicht nur fiir die derzeit 
gebrauchiichen ''normaien" Chipkarten wie Telefonkar- 
ten, Authentisierungskarten und dergleichen, sondem 
generell flir Chips enthaltende Karten oder Module je- 
der Art verwendbar, also beispielsweise auch fiir die 
sogenannten SIM-Moduie fiir Mobiitelefone etc 

Das im folgenden beschriebene Chipmodul eignet 
sich zur Herstellung eirier Chipkarte, welche sowohl als 
kontaktbehaftete als auch als kontaktlose Chipkarte 
verwendbar ist Derartige Chipkarten werden im fol- 
genden der Einfachheit halber als Kombikarten be- 
zeichnet 

Kombikarten zeichnen sich dadurch aus, da3 sie ei- 
nersehs an vorbestimmten Stellen 9.uBere AnschluB- 
mdglichkeiten in Form von Oberflachenkontakten zur 
drahtgebundenen InformationsCbertragung, und ande- 
rerseits eine Antenne zur drahtlosen Inf ormationsiiber- 
tragung aufweisen. 

Die Oberflachenkontakte sind im Chipmodul inte- 
griert, wohingegen die Antenne im Chipkartenkorper 
enthalten ist und mit entsprechenden Anschliissen des 
Chipmoduls (dessen Chips) elektrisch verbunden wer- 
den muB. 

Obgleich sich das nachstehend beschriebene Chipmo- 
dul insbesondere fur den Einsatz in Kombikarten und 
kontaktlos betreibbaren Chipkarten eignet, sind erfin- 
dungsgemaB ausgebildete Chipmodule grundsatzlich 
auch in beliebigen anderen Chipkarten und -modulen 
vorteilhaft einsetzbar. 

Das im folgenden naher beschriebene Chipmodul ist 
in den Figuren mit dem Bezugszeichen 1 bezeidmet 
Das Chipmodul 1 ist eines einer Vielzahl von Chipmodu- 
len die hintereinander und nebeneinander liegend auf 
einem Trager 10 ausgebildet werden. 

Als Trager 10 wird vorzugsweise ein Tragerband ver- 
wendet Ein Ausschnitt eines solchen Tragerbandes mit 
vier noch in der Herstellimg beHndlichen Chipmodulen 
1 ist in der Fig* 1 gezeigt 

Das (aus einem elektrisch isolierenden Epoxidharz 
bestehende) Tragerband weist seitliche Perforationsld- 
cher auf, welche einen einfachen und zuverlassigen 
Transport des Tragerbandes wihrend der Herstellung 
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der Chipmodule 1 erm5glicht Auf dem gezeigten Aus- 
schnitt des Tragerbandes sind vier Chipmodule 1 ausge- 
bildet, welche nach deren FertigsteUung durch Zer- 
schtieiden bzw. Zersagen des Tragerbandes langs in der 
5 Fig. I gepunktet eingezeichneter Schnittlinien 11 ver- 
einzelt werden. 

Der Aufbau eines jeden Chipmoduls 1 ist aus der 
Fig. t (Drau&icht) und aus der Fig. 2 (seitliche Schnitt- 
ansicht) ersichtlich; in der Fig. 2 wurden. obgleich es 
10 sich um eine SchnittdarsteUung handelt, aus Grfinden 
der besseren Obersichtlichkeit keine Schraffureii^inge- 
zeichnet 

Das Herzstack eines jeden Chipmoduls 1 ist ein auf 
den Trager 10 durch einen Kleber 12 aufgeklebter Chip 

15 13. Dieser Chip 13 ist vorzugsweise durch Bonden rait 
auf dem Trager 10 oder innerhalb des Tragers 10 vorge- 
sehenen leitenden Stnikturen verbunden. 

Die leitenden Stnikturen befinden sich im betrachte- 
ten Beispiel sowohl auf der Seite des Tragers 10, auf 

20 welcher der Chip 13 angeordnet ist, als auch auf der 
dieser Seite gegenuberliegenden Seite des Tragers 10. 
Diejenige Seite des Tragers 10, auf welcher der Chip 13 
angeordnet ist, wird im folgenden als die Chipseite 14 
des Tragers 10 bezeichnet, und die der Chipseite 14 * 

25 gegenQberliegende Seite des Tragers 10 wird als dessen 
Kontaktflachenseite 15 bezeichnet 

Die auf der Chipseite 14 des Tragers 10 ausgebildeten 
leitenden Strulctiiren bestehen aus einer diesseits des 
Chips 13 verlaufenden ersten Lelterbahn 16 und- einer 

30 jenseits des Chips 13 verlaufenden zweiten Leiterbahn 
17, uber welche eine im Chipkartenkorper vorgesehene 
Antenne mit dem Chip 13 verbindbar ist; die Leiterbah- 
nen 16 und 17 sind iiber Bonddrahte IS mit entsprechen- 
den Anschlussen des Chips 13 verbunden. 

35 Die auf der Kontaktflachenseite 15 des Tragers 10 
ausgebildeten leitenden Stnikturen sind KontaktflSchen 
(Oberflachenkontakte) 19 ausgebildet, iiber welche die 
das beschriebene Chipmodul 1 enthaltende Chipkarte 
spater kontaktierbar sein wird; die Kontaktflachen 19 

40 sind iiber Bonddrihte 20 mit entsprechenden Anschliis- 
sen des Chips 13 verbunden, wobei die Bonddr^te 20 
jeweils durch im TrSger 10 vorgesehene Bondl5cher 21 
verlaufen. 

Die Anschliisse des Chips 13, Qber welche dieser uber 
45 die Leiterbahnen 16 und 17 mit der Antenne zu verbin- 
den ist, sind nicht zugleich solche Anschliisse, die mit 
den AnschluBstellen 19 zu verbmden sind Dadurch 
kann verhindert werden, daB die Antennenanschliisse 
des Chips iiber die AnschluBstellen 19 kurzgeschlossen 
50 werden. . 

Der Chip 13 ist von einem Versteifungsrahmen 22 
umgebeOt welcher auf eine auf dem Trager 10 ausgebil- 
dete sodcelartige Erhebung in Form euies Rahmentr^- 
gers 23 aufgesetzt ist 

55 Der RahmentrSger 23 umlauft den Chip 13 im we- 
sentlichen voilstandig; er besteht aus dem selben Mate- 
rial wie die auf der selben Seite des Tragers 10, d. h. auf 
der Chipseite 14 vorgesehenen Leiterbahnen 16 und 17 
und wird auf die selbe Art und Weise zusanunen mit 

60 diesen hergestellL 

Dort, wo die Leiterbahnen 16 und 17 imter dem Ver- 
steifimgsrahmen 22 hindurchlaufen, bilden diese zu- 
gleich einen Teii des Rahmentragers 23. Die durch die 
Leiterbahnen 16 und 17 gebildeten Rahmentragerteiie 

65 und die nicht durch die Leiterbahnen 16 und 17 gebilde- 
ten Rahmentragerteiie weisen die selbe Hohe auf und 
bilden dadurch eine ebene Auflageflache, auf welche der 
Versteifungsrahmen 22 groBflachig und genau definiert, 
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d h. insbesondere kippfrei auf gesetzt werden kann. Al- 
ternativ kann vorgesehen werden, die Leiterbahnen 16 
und 17 etwas niedriger auszubilden als die diejenigen 
Teile des RahmentrSgers 23, die nicht durch die Leiter- 
bahnen 16 und 17 gebildet werden. 

Damit die Leiterbahnen 16 und 17 durch die nicht 
durch iese gebildeten, ebenfalls metallischen Rahmen- 
tragerabschnitte nicht kurzgeschlossen oder in sonsti- 
ger Weise elektrisch beeinfiuBt werden, sind im Rah- 
mentrager 23 entsprechende Unterbrechungen (Spalte) 
vorgesehen. 

Diese, in den Figuren nicht dargestellten Unterbre- 
chungen sind vorzugsweise (aber nicht unbedingt) un- 
mitteibar neben den Leiterbahnen 16 und 17, d. h. zwi- 
schen den Rahmentragerteilen, die durch die Leiterbah- 
nen 16 und 17 gebildet werden und den Rahmentrager- 
teilen, die nicht durch die Leiterbahnen 16 und 17 gebil- 
det werden, vorgesehen. Dadurch kann verhindert wer- 
den, daB die physikalischen Eigenschaften der Leiter- 
bahnen 16 und 17, insbesondere deren kapazitive und 
induktive Widerstande flbermaBig verandert werdea 
Grundsatzlich konnen jedoch beliebig viele und an be- 
liebigen Stellen des Rahmentragers 23 ausgebiidete Un- 
terbrechungen vorgesehen sein. 

Die Breite und/oder die Form der Unterbrechungen 
sind so zii bemessen, daB einerseits eine gute elektrische 
Isolierungswirkung erzielt wird und daB andererseits 
nur em solcher Spalt gebildet wird, durch welchen eine 
spater noch genauer beschziebene Abdeckmasse nicht 
entweichen kann. Im betrachteten Beispiel iiegt die 
Breite der Unterbrechung vorzugsweise im Bereich 
zwischen 10 ^jn und 100 pjn. 

Zur Befestigung des Versteifungsrahmens 22 auf dem 
beschriebenen Rahraentrager 23 wird ein elektrisch iso- 
lierender Kleber verwendet Die Dicke der zwischen 
dem Rahmentrager 23 und dem Versteifungsrahmen 22 
einbringbaren Kleberschicht variiert zwischen 10 pm 
imd 35 jtm, ist aber — jedenfalls bei Vorsehen des be- 
schriebenen Rahmentragers 23 groB genug, um zu 
verhindem, daB die Leiterbahnen 16 und 17, die ja Telle 
des Rahmentragers 23 bilden, durch den m der Regel 
metallischen Versteifungsrahmen 22 kurzgeschlossen 
werden. Die relativ geringe Dicke der zwischen den 
Rahmentrager 23 und den Versteifungsrahmen 22 ein- 
bringbaren Kleberschicht reicht ins besondere deshalb 
far eine gute Isolationswirkung aus, well der Verstei- 
fungsrahmen 22 uber dem im wesentlichen ebenen Rah- 
mentrager 23 groBflachig aufliegen und — anders als 
ohne Vorsehen des Rahmentragers 23 — nicht fiber die 
von der Oberflache des Tragers 10 emporragenden Lei- 
terbahnen 16 und 17 unter lokaler Verringerung der 
KJeberschichtdicke zur Seite kippen kann. 

Sofem die vorstehend erwahnten Unterbrechungen 
im Rahmentrager 23 nicht zu breit sind, werden diese 
beun Aufkleben des Versteifungsrahmens 22 auf den 
Rahmentrager 23 durch den isolierenden Kleber ge- 
schlossen. 

Der innerhalb des Versteifungsrahmens 22 liegende 
Bereich wird mit einer den Chip 13 und die Bonddrahte 
18 und 20 vor mechanischen Beschadigungen und opti- 
schen Analysen schntzenden Abdeckmasse 24 aufge- 
fiiUt; dadurch wird ein sogenanntes Globe Top herge- 
stellt. 

Die Abdeckmasse 24 kann aus dem vom Verstei- 
fungsrahmen 22 und dem Rahmentrager 23 umschlosse- 
nen Innenraum nicht entweichen* weil zwischen dem 
Versteifungsrahmen 22 und dem Rahmentrager 23 kei- 
ne Oder Jedenfalls keine solchen Offoungen vorhanden 
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sind, die ein Austreten der Abdeckmasse 24 erlaubea 
Der Versteif ungsralimen 22, der Rahmentrager 23 und 
die Verbindung zwischen denselben sind im wesentli- 
chen Ifickenlos <ficht; gegebenenfalls vorhandene Off- 
nungen sind so geformt imd/oder bemessen, daB sie 
nicht Oder allenfa^ nur in vemachiassigbarem Umf ang 
von der >U>deckmasse 24 durchdrungen werden kdnnen. 
Die (elektrisch isolierende) Abdeckmasse 24 kann daher 
nicht auf auBerhalb des Versteifungsrahmens 22 verlau- 
fende leitende Strukturen wie die Leiterbahnen 16 und 
17 gelangen, wodurch als Kontaktstellen zu verwenden- 
de Abschnitte derselben anders als bisher nicht in ihrer 
Funktion beeintrachtigt werden kdnnen. 

Das Clupmodul wird nach dessen Fertigstellung wie 
in der Fig. 3 schematisch dargestellt in eine entspre- 
chende Aussparung exnes Chipkartenkdrpers einge- 
setzt. 

Die Fig. 3 ist eine stark vereinfachte Darstellung, In 
welcher insbesondere das Chipmodul 1 nur stark sche- 
matisiert dargestellt ist Daruber lunaus sind, obgleidi es 
sich um eine Schnittansicht handelt, aus Griinden der 
Obersichtlichkeit keine Schraffuren eingezeichnet 

Der ChipkartenkSrper ist in der Ftg. 3 mit dem Be- 
zugszeichen 25, und die darin zum Einsetzen des Chip- 
moduls 1 vorgesehene Aussparung mit dem Bezugszei- 
chen 26 bezeichnet 

Durch die Aussparung 26 hindurch verlaufen elek- 
trisdi leitende Strukturen in Form von zwei zumindest 
teilweise freiliegenden brw* freigelegten (Antennenan- 
schluB-) Leitungen 27, welche zu einer im Chipkarten- 
k5rper 25 integrierten Antenne gehdren oder fOhren. 

Beim Einsetzen des Chipmoduls 1 in die Aus^arung 
26 des Chipkartenkdrpers 25 kommen die elektrisch lei- . 
tenden Stmkturen des Chipmoduls 1, d. h. die Leiterbah- 
nen 16 und 17 zumindest teilweise in eine frontale Ge- 
genuberlage zu den elektrisch leitenden Strukturen des 
Chipkartenkdrpers 25, d.h. zu den AntennenanschluB- 
leitungen 27; die Leiterbahnen 16 und 17 kommen dabei 
aber Oder — wie in der Fig. 3 gezeigt ist — sogar auf 
den AntennenanschluBleitungen 27 zu liegen. 

Setzt man das Chipmodul 1 wie beschrieben in die 
Aussparung 26 des Chipkartenkdrpers 25 ein, so kom- 
men die auf der Kontaktfiachenseite 15 des Tragers 10 
ausgebildeten Kontaktflachen 19 des Chipmoduls 1 au- 
tomatisch auf der AuBenseite der Chipkarte zu liegen. 

Das Chipmodul 1 vnrd in der m der Fig. 3 gezeigten 
Stellung mit dem Chipkartenkdrper verklebt 

Die Leiterbahnen 16 xmd 17 und die Antennenan- 
schluBleitungen 27 werden durch eine geeignete Ver- 
bindungstechnik zusatzhch elektrisch miteinander ver- 
bunden. Dies kann beispielsweise dadurch bewerkstel- 
Ugt werden, daB eine an der gewunschten Verbindungs- 
stelle vorgesehene Lotpaste von aufien durch den Tra- 
ger 10 hindurch mittels eines Lasers auf die Schmelz- 
temperatur erhitzt wird, Sofem die Leiterbahnen 16 und 
17 und die AntennenanschluBleitungen 27 wie in Fig. 3 
gezeigt direkt aufeinander liegeio, befinden sie schon 
aDem dadurch in Kontakt mitdnander, so daB auf erne 
zusatzliche Verbindung durdi Verldten oder derglei- 
Chen verzichtet werden kann; nichtsdestotrotz kdnnen 
sie selbstverstandlich gleichwohl miteinander verldtet 
werden. 

Die Leiterbahnen 16 und 17 und/oder die Kontaktfla- 
chen 19 sind, falls eine separate Verbindung zwischen 
den Leiterbahnen 16 und 17 und den Antennenan- 
schluBleitungen 27 beabsichtigt ist. vorzugsweise so an- 
geordnet und ausgebUdet, daB die Kontaktflachen 19 
das Erhitzen der Ldtpaste nicht behindem. Insbesonde- 
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re sind die Leiterbahnen 16 und 17 und/oder die Kon- 
taktflachen 19 derart angeordnet, daB die Abschnitte 
der Leiterbahnen 16 und 17, die mit den Antennenan- 
schluBleitungen 27 zu verbinden (zu verldten) sind, un- 
-ter Zwischenr&umen zwischen den AnschluBstelien 19 
zu liegen kommen; die normalerweise sehr schmaiem 
Zwischenriume zwischen den AnschluBstelien (die 
.Standardbreite betrSgt 0^ mm) werden an den entspre- 
chenden Stellen vorzugsweise lokal breiter ausgefGhrt 

Das vorstehend hinsicbtlich des Aufbaus beschriebe- 
ne erfindungsgemaBe Chipmodul t wird wie folgt her- 
gestellt: 

Ausgangspunkt ist ein Tragerband. das weder die Bond- 
Idcher 21 noch irgendweiche leitenden Strukturen auf 

seinen Oberflachen aufweist und vorzugsweise noch 
beim Tragerbandhersteller mit denselben versehen 
wird. 

Die Bondldcher 21 werden durch Bohren oder Stan- 
zen erzeugt 

Die leitenden Strukturen, genauer gesagt die Leiter- 
bahnen 16 und 17 sowie die Kontaktflkchen 19 werden 
tmter Verwendung einer elektrisch leitenden FoUe er- 
zeugt, welche auf das Tragerband nachtr§glich auf- 
bringbar ist Zusammen mit der Herstellung der ge- 
nannten leitenden Strukturen wird auch der Rahmen- 
trSger 23 hergestellt; der Rahmentrager 23 ist damit im 
betrachteten Beispiel ebenfalls eine leitende Struktur, 
welche jedoch nicht als solche verwendet wird. 

Die elektrisch leitende Folie pm betrachteten Beispiel 
eine Kupferfolie), durch welche bzw. aus welcher die 
Leiterbahnen 16 und 17, die Kontaktflkchen 19 und der 
Rahmentrager 23 gebildet bzw. hergestellt werden, wird 
ohne zusatzlichen Kleber auf die entsprechenden Seiten 
des Tragerbandes auflaminlert Die leitende Folie kann 
wahlweise schon die erforderliche Struktur aufweisen 35 
Oder aber erst nachtragiich, d. h. erst nach dem Aufiami- 
nieren auf das Tragerband entsprechend strukturiert 
werden. 

Beim nachtraglichen Strukturieren werden die nicht 
ben6tigten Abschnitte der leitenden Folie jeweils che- 40 
misch, d. h. beispielsweise durch selektives Atzen ent- 
f ernt Die leitende Folie wird dadurch auf die gewunsch- 
te Geometric reduziert Im Ergebnis bleiben von der 
leitenden Folie auf der Kontaktfiachenseite 15 die iCon- 
taktflachen 19 und auf der Chipseite 14 die Leiterbah- 45 
nen 16 und 17 sowie der Rahmentrager 23 tibrig. 

Die Leiterbahnen 16 und 17 von auf dem Tragerband 
benachbarten Chipmodulen sind, wie aus der Fig. 1 er- 
sichtlich ist, zu einem durchgehenden Leiterbahnab- 
schnitt zusammengefaBt Dies ist problemlos moglich, 50 
weQ der durchgehende Leiterbahnabschnitt beim Ver- 
einzeln der Chipmodule (Heraustrennen der Chipmodu- 
le aus dem Tragerband langs der Schnittlinien 1 1) ohne- 
hin durchtrennt wird. 

Im Anschlufl an das Aufbringen und das gegebenen- 55 
falls erforderliche Strukturieren der leitenden Folie 
wird diese einer galvanischen Veredelung unterzogen. 
Im betrachteten AusfOhrungsbeispiel wird dabei auf cfie 
durch die leitende Folie gebildete Kupferschicht zu- 
nachst eine Nickelschicht, und auf diese eine Gold- eo 
schicht aufgebracht Bei den Kontaktflachen 19 ge- 
schieht dies an denjenigen Stellen, wo sich die Bondld- 
cher 21 befinden, von beiden Seiten der die Kontaktfla- 
chen biidenden Kupferschicht Anstelle des Schichtauf- 
baus Cu-Ni-Au kann auch ein Schichtaufbau Au-Ni-Cu- es 
Agoder ein sonstiger bondfahiger Schichtaufbau vorge- 
sehen werden. 

Samtliche leitenden Strukturen auf dem Tragerband 


werden auf exakt die selbe Art und Weise hergestellt 
FQr die Leiterbahnen 16 und 17 sowie den Rahmentra- 
ger 23 bedeutet dies, daB diese exakt die selbe Hdhe und 
exakt die selben physikalischen und chemischen Eigen- 
5 schaften aufweisen. 

Auf das wie beschrieben vorbereitete Tragerband 
werden sodann die Chips 13 aufgeklebt und durch Bon- 
den mit den Kontaktflachen 19 und den innerhalb des 
Rahmentragers verlaufenden Leiterbahnabschnitten 
10 elektrisch verburiden. 

Im AnschluB daran wird der Versteifungsrahmen 22 
mittels eines elektrisch isolierenden Klebers auf den 
Rahmentrager 23 aufgeklebt 
Bedingt durch das Vorsehen eines Rahmentragers im 
15 allgemeinen und dessen besondere Gestaltung im be- 
sonderen ist zwischen dem Versteifungsrahmen 22 und 
dem Rahmentrager 23 eine rundum IQckenlose und 
dichte Verbindung herstellbar, durch welche der Ver- 
steifungsrahmen und der Rahmentrager zuverlassig 
20 voheinander elektrisch isoliertsind; die Leiterbahnen 16 
und 17 konnen weder durch den Versteifungsrahmen 22 
noch durch den Rahmentrager 23 kurzgeschlossen wer- 
den« 

Der vom Versteifungsrahmen 22 umschlossene Be- 
25 reich wird sodann mehr oder weniger vollstandig mit 
' der Abdeckmasse 24 auf gef Ollt 

AbschlieBend werden die auf die beschriebene Art 
und Weise hergestellten Chipmodule aus dem Trager- 
band ausgeschnitten und wie in der Fig. 3 gezeigt in 
30 jeweilige Chipkartenkorper 25 eingesetzt und mit die- 
sen mechanisch und gegebenenfalls auch elektrisch ver- 
bunden. 

Das vorstehend hinsicbtlich des Aufbaus und der Her- 
stellung beschriebene Chipmodul ist ein Chipmodul oh;: 
ne Chipinsel, d h. ein Chipmodul, bei welcliem der Chip 
auf den Trager aufgesetzt ist Die Erfindung ist jedoch 
prinzipiell auch bei Chipmodulen mit Chipinseb; d. h. 
bei Chipmodulen, bei welchen der Chip in eine im Tra- 
ger vorgesehene Aussparung eingesetzt wird, anwend- ■ 
bar. 

Der Rahmentrager 23 ist nicht nur zum Aufsetzen' 
eines Versteifungsrahmens 22 verwendbar; er kann 
auch dann wertvolle Dienste leisten, wenn kein Verstei- 
fungsrahmen vorgesehen wird. Auf den besagten Ver- 
steifungsrahmen 22 kann unter anderem verzichtet wer- 
den, wenn der Chip mit einer Abdeckmasse bedeckt 
wird, die wie beispielsweise eine Moldmasse, eine ther? 
misch aushartende Abdeckmasse oder dergleichen ohne 
den Versteiftmgsrahmen verarbeitet werden kann und 
selbst entsprechend fest (steif) wird In diesem Fall kann 
die sockelartige Erhebung in Form des zuvor ausffihr- 
lich beschriebenen Rahmentragers 23 zum An- und/ 
Oder Aufsetzen von GuBformen oder sonstigen Hilfs- 
mitteln dienea Das Herstellen der Chipabdeckung un- 
ter Verwendung des Rahmentragers 23 ist dabei in 
zweifacher Hinsicht vorteilhaft: einerseits ist dadurch 
verhinderbar, daB die Chipabdedkung schief und/oderin 
sonstiger Weise abweichend von einer vorgegebenen 
Sollposition und/oder SoUausrichtung gefertigt wird, 
und andererseits kann auch hier (aus im wesendichen 
den selben GrOnden wie im Fall des Vorsehens eines 
Versteifungsrahmens) veiiiindert werden, daB auBer- 
halb der eigentlichen Chipabdeckung verlaufende Ab- 
schnitte der Leiterbahnen 16 und 17 mit Abdeckmasse 
bedeckt und damit unbrauchbar fOr Verbindungen mit 
auBerhalb des Chipmoduls vorgesehenen Komponen- 
ten gemacht werden. 
Es ist auch nicht erforderlich, dafi^ie Leiterbahnen 16 
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und 17 Leiterbahnen 2um Verbinden des Chipmoduls 
mit einer auBerhalb desselben vorgesehenen Antenne 
(Spule) sind; die sockelartige Erhebung in Form des 
Rahmentragers 23 iind/oder die beschriebene elektri- 
sche Verbindung zwischen dem Chipmodul und dem 5 
Chipkartenkorper sind auch dann vorteilhaft einsetzbar. 
wenn die Leiterbahnen 16 und 17 eine beliebige andere 
Funktion als die vorstehend beschriebene haben. 

Wenngleich es besonders einfach und elegant ist, die 
sockelartige Erhebung wie die Leiterbahnen 16 und 17 10 
und die Kontaktfl^chen 19 zusammen mit diesen herzu- 
stellen, so besteht auch hierauf keine Einschrankung. 
Die sockelartige Erhebung kann grundsatzlich unab- 
hangig von den Leiterbahnen 16 und 17 aus jedem belie- 
bigen Material auf beliebige Art und Weise hergestellt 1$ 
sein. 

Ztisammenfassend kann festgestellt werden, daB mit 
dem beschriebenen Chipmodul insbesondere kontaktlo- 
se Chipkarten, aber auch andere Chipkarten wesentlich 
zuver!§ssiger als bisher f ehlerf rei herstellbar dad 20 

PatentansprQche 

1. Chipmodul insbesondere zur Implantation in ei- 
nen Chipkartenkdrper (25), mit einem TrSger (10) 25 
und einem auf dem Trager aufgebrachten Chip (13]L 
dadurch gekennzeichnet, daB auf dem Trager eine 
den Chip ganz oder teilweise umlaufende sockelar- 
tige Erhebung (23) vorgesehenen ist 

2. Chipmodul nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, daB die Erhebung (23) durch eine auf den 
Trager (10) aufgebrachte, elektrisch leitende Struk- 
turgebildetwird 

3. Chipmodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Erhebung (23) ein den Chip 35 
im wesentUchen vollstandig umlaufender Rahmen* 
trager 1st, auf welchen ein Versteifungsrahmen (22) 
aufsetzbar ist 

4. Chipmodul nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Erhe- 40 
bung (23) derart ausgebildet ist, daB sie zum An- 
und/oder Aufsetzen von GuBformen zum AusbD- 
den einer den Chip (13) abdeckenden Chipabdek- 
kung geeignet ist 

5. Chipmodul nach einem der vorhergehenden An- 45 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB die Erhe- 
bung (23) durch die selben Arbeitsschritte wie auf 
dem Trager (10) vorgesehene elektrische Leiter- 
bahnen (16, 17) und/oder Kontaktflachen (19) zu- 
sammen mit diesen hergestellt wird 50 

6. Chipmodul nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die elektrischen Leiterbahnen (16, 17) 
und/oder Kontaktflachen (19) an Stellen, wo sie mit 
der Erhebung (23) zusanunentreffen, Bestandteil 
der Erhebung sind 55 

7. Chipmodul nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Erhebung (23) derart ausgebildete 
und angeordnete Unterbrechungen aufweist, daB 
Teile der Erhebung, die durch die elektrischen Lei- 
terbahnen (16, 17) und/oder Kontaktflichen (19) eo 
gebildet werden, nicht durch Teile der Erhebung, 
welche nicht durch die elektrischen Leiterbahnen 
und/oder Kontaktflachen gebildet werden, kurzge- 
schlossen werden konnen, 

8. Chipmodul nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 65 
zeichnet, daB die Unterbrechungen jeweils zwi- 
schen Teilen der Erhebung (23), die durch die elek- 
trischen Leiterbahnen (16, 17) und/oder Kontakt- 


flachen (19) gebildet werden, und Teilen der Erhe- 
bung, die nicht durch die elektrischen Leiterbahnen 
und/oder Kontaktflachen gebildet werden, vorge- 
sehen sind 

9. Chipmodul nach Anspruch 7 oder 8» dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Unterbrediungen derart ge- 
formt und/oder bemessen sind, daB sie von einer 
zur Chipabdeckungsherstellung Abdeckmasse 
nicht durchdrungen werden konnen. 

10. Chipmodul nach Anspruch 7 bis 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Unterbrechungen derart ge- 
formt und/oder bemessen sind, daB sie bei einem 
Aufkleben des Versteifungsrahmens (22) auf die Er- 
hebung (23) durch den hierfur verwendeten Kleber 
ausgefflllt werden. 

1 1. Chipmodul nach einem der AnsprQche 6 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Teile der Erhe- 
bung (23), die durch die elektrischen Leiterbahnen 
(16, It) und/oder Kontaktflachen (19) gebildet wer- 
den, die selbe H5he wie oder eine geringere Hdhe 
als die Teile der Erhebung aufweisen, welche nicht 
durch die elektrischen Leiterbahnen und/oder 
Kontaktflachen gebHdet werden. 
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